PROCESOS HABITUALES PARA LA REALIZACION DEL MONTAJE DE
SMD EN FUNCION DE LAS CARACTERISTICAS DE LA PLACA

Lado

+
SMD

Convencion
+

SMD

Convencion
+

SMD

Componentes

Convencional

Convencional

al

al

Soldaduras

Convencional

Lado

SMD

SMD

+
SMD

Procedimiento

Dispensar pasta estafio en los pads de los componentes SMD
Insercion de los componentes SMD con Pick & Place
Soldadura por refusion

Montar y soldar el convencional de la forma habitual.

Dispensar punto cola en el centro geomeétrico del componente SMD
Insercion de los componentes SMD con Pick & Place
Curado del punto cola por horno

Montar y soldar simultdneamente el convencional y el SMD

Dispensar punto cola en el centro geomeétrico del componente SMD
lado soldadura

Insercion de los componentes SMD con Pick & Place
Curado del punto cola con el horno

Dispensar pasta estafio en los pads de los componentes SMD lado
componentes

Insercién de los componentes SMD con Pick & Place
Soldadura por refusion del SMD lado componentes

Montar y soldar simultdneamente el convencional y el SMD lado
sold.

Totalmente igual al anterior, afiadiendo al final del proceso el
montaje y soldadura manual de los convencionales que estan en la
cara soldadura
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